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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板上に配置される半導体発光素子と、前記基板上に配置され、前記半導体
素子を囲む開口部を有する枠体と、該半導体発光素子からの光を集光する第１の液体と、
該第１の液体とは分離して該第１の液体に接する第２の液体と、少なくとも前記第１の液
体および前記第２の液体を配置し、前記枠体上に配置された密閉空間と、前記第１の液体
と前記第２の液体との境界の近傍に前記第１の液体および前記第２の液体から離間して前
記枠体内に設けられる第１の電極と、前記第２の液体に略接して置かれる第２の電極とを
含み、前記第１の液体と前記第２の液体との界面の形状を変更して前記半導体発光素子か
らの光の集光状態を調節するよう前記密閉空間を構成する内壁面の一部を交差する方向に
電場を生成することを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記第１及び第２の電極は、前記半導体発光素子に対して略軸対称となるように位置す
ることを特徴とする、請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記第１の液体および前記第２の液体は、固体表面に対する濡れ性を異にする材料から
選択されることを特徴とする、請求項１に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記第１の液体は、疎水性の表面に対して高い濡れ性を有する絶縁性材料から成り、前
記第２の液体は、親水性の表面に対して高い濡れ性を有する導電性材料から成ることを特



(2) JP 4358092 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

徴とする、請求項３に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記第１の液体は、電場を与えない状態で、前記半導体発光素子に重なるようにして前
記内壁面の前記第１の液体の濡れ性が高い部分に沿って位置することを特徴とする、請求
項１に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記開口部を少なくとも部分的に満たす樹脂を更に含み、前記第１の液体が前記樹脂上
に配置される、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記開口部が、前記半導体発光素子に向かって細くなるような傾斜面を有し、
　前記第１の電極が、前記傾斜面に平行な電極平面を更に有する、請求項１に記載の装置
。
【請求項８】
　前記第２の電極が、前記傾斜面とは逆に傾斜した電極平面を更に有する、請求項７に記
載の装置。
【請求項９】
　基板上に半導体発光素子を配置する工程と、
　前記半導体発光素子の外周に沿って枠体を配置する工程と、
　第１および第２の電極を配置する工程と、
　前記半導体発光素子に重なる位置にドーム状を成す第１の液体を配置する工程と、
　前記第１の液体に重ねて第２の液体を配置し、前記第１の電極は、前記第１の液体およ
び前記第２の液体から絶縁して離間するように前記枠体に設けられ、且つ前記第２の電極
は、前記第２の液体に近接して位置するようにする工程と、
　前記第１の液体および前記第２の液体を、空気を排除して密閉する工程と
を有することを特徴とする、発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ（発光ダイオード）チップ等の発光素子を用いた発光装置、およびそ
の製造方法に関し、特に、発光素子からの光を集光する機能を備えた発光素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤチップを備えた発光装置として、一対の金属リードの先端近傍にチップが配置さ
れ、それを砲弾型の樹脂が包囲する型の発光ダイオードが一般的に知られている。通常Ｌ
ＥＤチップは、金属リードの先端にプレス加工により形成されるカップ内に配置される場
合が多い。カップは発光素子からの光を上方へ向けるよう作用する。更に、砲弾型の樹脂
の頂面に設けられる曲面は十分な曲率を有し、カップによって上方に向けられた光、或い
は発光素子から直接導かれる光を樹脂の頂側で集光するレンズとして作用する。
【０００３】
　他の例として、筐体内部に発光素子を配置し、発光素子からの光を集光するために別個
に形成されたレンズ部材を筐体の上面に固定する構成も知られている（特許文献２）。
【０００４】
　これらの例によれば、レンズの形状・位置は、固定されており、その焦点距離等の集光
状態を決定するパラメータを変更することはできない。
【０００５】
　一方、発光装置以外の光学装置、例えば市販されるカメラ等の光学系では、そのレンズ
の焦点距離が固定されることはなく、必要に応じて焦点距離他の光学パラメータを変更で
きることが知られている。光学系を構成するレンズ系としては、機械的にレンズを移動さ
せるもの（特許文献３、特許文献４、特許文献５）の他、液体を用いたレンズも知られて
いる（特許文献６、７）。
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【特許文献１】特開平８－７８７２７号
【特許文献２】特開２００３－１２４５２５号
【特許文献３】特開２００４－７２５７２号
【特許文献４】特開２００４－１０４４２３号
【特許文献５】特開２００４－１２９４９５号
【特許文献６】特表２００１－５１９５３９号
【特許文献７】特表２００２－５４０４６４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年発光ダイオード等の発光装置は、種々の照明の用途に使用されている。特定の応用
、例えば、カメラのＡＦ（オートフォーカス）補助光、或いはイルミネーション等の応用
では、発光素子からの光の集光状態を変更できることが望ましい。
【０００７】
　しかしながら、発光装置と集光状態を調節する装置とを別部品とすると、取り扱いが不
便であるだけでなく、望まれる集光状態を精度良く実現するための設定が困難であるとい
う問題がある。
【０００８】
　そこで本発明は、小型で取り扱いが容易であり、且つ発光装置からの集光状態を容易に
且つ精度良く調節することのできる、集光手段を備えた発光装置、およびその製造方法を
提供することを、その目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による発光装置は、半導体発光素子と、半導体発光素子を包囲する透光樹脂部材
と、透光樹脂部材を介して出射される半導体発光素子からの光を集光する第１の液体と、
第１の液体とは分離して第１の液体に接する第２の液体と、少なくとも第１の液体および
第２の液体を密閉して配置する密閉空間と、第１の液体および第２の液体の空間分布を変
更し、その界面の形状を変更することで半導体発光素子からの光の集光状態を調節するよ
う電圧が印加される電極とを一体に備える。
【００１０】
　電極は、半導体発光素子に対して軸対称となるように位置し、第１の液体および第２の
液体が接して密閉空間を画定する内壁面上で第１の液体と第２の液体との境界の近傍に第
１の液体および第２の液体から離間して置かれる第１の電極と、第２の液体に近接して置
かれる第２の電極とを含む。第１の液体および第２の液体は、固体表面に対する濡れ性を
異にする材料から選択される。好ましくは、第１の液体は、疎水性の絶縁性材料から成り
、第２の液体は、親水性の導電性材料から成る。第１の液体は、半導体発光素子に重なる
ようにして形成された壁面に設けられる濡れ性が高い部分に沿って置かれる。
【００１１】
　密閉空間は、第１の液体および前記第２の液体を密閉して収容する副組立体に設けられ
得る。副組立体は半導体発光素子からの光を透過する窓を備える。副組立体の底面は、凸
状を成し、半導体発光素子を含む基板組立体に位置合わせされて固定され得る。
【００１２】
　さらに、本発明の他の特徴によれば、発光装置は、基板と、基板上に配置される半導体
発光素子と、半導体発光素子を包囲する枠体と、枠体の内側で半導体発光素子を密閉する
樹脂と、枠体に位置決めされて固定される焦点距離の調節のためのレンズモジュールとを
備える。レンズモジュールの底面は、凸状を成し、枠体およびレンズモジュールは、相互
に機械的に係合する係合手段を備えるのが好ましい。
【００１３】
　更に、本発明の製造方法は、基板上に半導体発光素子を配置する工程と、半導体発光素
子の外周に沿って枠体を配置する工程と、第１および第２の電極を形成する工程と、半導
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体発光素子に重なる位置にドーム状を成す第１の液体を配置する工程と、第１の液体に重
ねて第２の液体を配置する工程と、第１の液体および第２の液体から絶縁して離間するよ
うに第１の電極を配置する工程と、第２の液体に近接して第２の電極を配置する工程と、
第１の液体および第２の液体を、空気を排除して密閉する工程とを有する。
【００１４】
　更に、本発明の他の特徴によれば、発光装置の製造方法は、基板上に半導体発光素子を
配置する工程と、内部空間を有する箱体であって、透光材料を含む窓と、内部空間から離
間して形成される第１の電極と内部空間に面するよう置かれる第２の電極とを備える箱体
を形成する工程と、箱体の内部に、半導体発光素子からの光を集光する第１の液体と、該
第１の液体とは分離して該第１の液体に接し且つ第２の電極に近接する第２の液体とを充
填する工程と、箱体を密閉して、該箱体を含む副組立体を完成する工程と、副組立体を基
板上の前記半導体発光素子に対して固定する工程とを有する。
【００１５】
　更に、本発明の他の特徴によれば、発光装置の製造方法は、半導体発光素子を基板上に
配置する工程と、半導体発光素子を包囲するようにして半導体発光素子に対して所定の位
置に枠体を固定する工程と、枠体の内側に接着性の樹脂を充填する工程と、焦点距離の調
節のためのレンズモジュールを枠体に位置決めされるように係合させて固定する工程とを
有する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明による発光装置は、レンズ系と発光装置が一体になった小型の装置として実現さ
れ、集光状態を変更することが要求される種々の用途に用いられる。また、取扱いの便利
さに加えて、動作の信頼性も高く、医療用等の小型の照明が必要とされる用途にも利用で
きる。さらに、発光装置は、発光及びそのレンズ系の制御を独立に行うことができるので
、発光装置の照明がオン状態、オフ状態のいずれの状態にあるときも、レンズ系の制御、
即ち焦点距離或いは照射範囲の変更等が可能であるという利点を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に添付図面を参照して、本発明の好適実施形態となる発光装置、およびその製造方
法について詳細に説明する。図１は、本発明の第１の好適実施形態となる発光装置を示す
概略断面図である。図１によれば、発光装置１０は、典型的には発光ダイオードとされる
発光素子４０、およびそれから出射する光を集光するための集光手段を含む。より詳細に
は、発光装置１０は、発光素子４０が実装される基板２０、発光素子４０を包囲するよう
に置かれる下側筐体３０、下側筐体３０の上に位置する液体レンズ手段８０、９０を含む
。発光素子４０からの光は、液体レンズ手段８０、９０を通過するが、後述のように、こ
の液体レンズ手段８０、９０を制御することにより、発光素子４０からの光の集光状態を
調節することができる。
【００１８】
　液体レンズ手段８０、９０は、上側筐体７０の内側に設けられる密閉空間７１内に位置
する。即ち、密閉空間７１内には、レンズ手段を構成する第１の液体８０および第２の液
体９０以外に、他の気体は実質的に存在しない。典型的には、第１の液体８０は、疎水性
を示す表面に対して高い濡れ性を有する絶縁性液体から成り、一方第２の液体９０は、親
水性を示す表面に対して高い濡れ性を有する導電性液体から成る。
【００１９】
　液体レンズ手段８０、９０は、発光素子４０からの光のパスに沿って凸状のレンズを構
成する第１の液体８０、および第１の液体８０を包囲する第２の液体９０を含む。図示さ
れるように、第１の液体８０は、下側筐体３０と発光素子４０を開口部３４内で密閉する
よう充填される樹脂３５とが構成する平面上に位置する。
【００２０】
　下側筐体３０の上面は、開口近傍部分３８の外側に親水性の部分３７を備える。親水性
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の部分３７は、化学的或いは光学的な手法により必要な表面処理を行うことにより形成さ
れる。その結果、通常の状態では、部分３７は、第２の液体９０に対しては高い濡れ性を
有するが、第１の液体に対しては低い濡れ性を有する。逆に、部分３７の内側である少な
くとも開口近傍部分３８では、第１の液体に対しては高い濡れ性を有するが、第２の液体
に対しては低い濡れ性を有する。したがって、第１の液体８０、および第２の液体９０の
界面は、図１中に実線８１で示すように、親水性の部分３７と表面処理等がされない開口
近傍部分３８との境界を端縁としたドーム状の曲面を構成することになる。
【００２１】
　液体レンズ手段８０、９０は、第１の電極５０および第２の電極６０から成る一対の電
極により制御される。図１には、断面としてのみ示されるが、両電極５０、６０は、発光
素子４０を包囲するように円周方向に軸線対称の配置を成す。
【００２２】
　図示されるように、第１の電極５０は、第１の液体８０の端近傍、即ち開口近傍部分３
８の近傍位置に、第１および第２の液体８０、９０から離間して、電気的にも絶縁された
状態で配置される。より詳細には、下側筐体３０は、別体の第１の筐体３１、および第２
の筐体３２から成り、第１の電極５０は、それらの間に挟み込まれる位置に設けられる。
あるいは下側筐体３０を構成する第１の筐体３１の上面又は第２の筐体３２の下面に沿っ
て第１の電極５０を公知の手法により印刷することができる。他の場合には、下側筐体３
０は、第１の電極５０を内部に埋め込むようにした多層回路構造により一体に構成されて
も良い。
【００２３】
　一方、図示されるように、第２の電極６０は、密閉空間７１内で第２の液体９０内に近
接する。図示されるように、第２の電極６０は、上側筐体７０の内面から中心に向けて延
びるようにして支持され、開口近傍部分３８に近い位置に配置される。なお、第２の電極
６０は、第２の液体９０と電気的に導通する必要はなく、絶縁状態に置かれても良い。
【００２４】
　液体レンズ手段８０、９０の集光状態を調節するために、第１の電極５０および第２の
電極６０間に電圧が印加される。その結果、第１の電極５０および第２の電極６０間に生
じる電場によって両電極５０、６０の間に位置する開口近傍部分３８で、第２の液体９０
に対する濡れ性が改善される。これにより、表面エネルギーの安定状態が変更され、第１
の液体８０と第２の液体９０との界面は、実線８１から破線８２の形状へと変わる。この
結果、第１の液体８０と第２の液体９０との界面で屈折される発光素子４０からの光の向
きが変わり、集光状態が変更される。
【００２５】
　図２は、図１の発光装置の製造方法を示す概略図である。（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（
ｄ）は、それぞれ、製造の第１乃至第４の工程を示す。第１の工程では、発光素子４０が
基板２０上に実装され、その外周に下側筐体３０が固定される。前述のように下側筐体３
０は、第１および第２の筐体３１、３２を組み合わせたものでも良く、また一体にして取
り扱われるものであっても良い。下側筐体３０は、公知の接着等の手法により基板２０上
に固定される。
【００２６】
　さらに、第１の工程では、発光素子４０を受容する開口部３４内に透明樹脂３５を充填
して、発光素子４０を密閉し、その上面を略平坦にして下側筐体３０の上面と同一面を成
すようにする。この樹脂３５の上面には、第１の液体８０が置かれるので、疎水性の材料
であることが好ましく、必要であれば、後述の第２の工程において、樹脂３５の上面を疎
水性に変更するための適当な表面改質を行うこともできる。
【００２７】
　図２（ｂ）に示す第２の工程では、筐体３１の上面について開口近傍部分３８の外側に
適当な表面改質を行い、この部分が親水性となるようにする。親水性を示す部分は、参照
番号３７で示される。もっとも、筐体３０の材料が本来的に親水性を示すものであれば、
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逆に参照番号３８で示す部分のみを疎水性に変更するための表面改質を行うこともできる
。
【００２８】
　図２（ｃ）に示す第３の工程では、上面に第１の液体８０が配置される。第１の液体８
０は、自身の表面張力によって部分３７の内側にドーム状を成して安定して置かれる。
【００２９】
　図２（ｄ）に示す第４の工程では、さらに、上側筐体７０が組み立てられる。本実施形
態では、上側筐体７０は、枠体７２、および蓋体７３を含む。図示されるように、枠体７
２は、内側に第２の電極６０を備えた枠状の構成を成す。一方、蓋体７３は、枠体と結合
して密閉空間を構成する。
【００３０】
　第４の工程では、まず下側筐体３０上に枠体７２が接着等の手法により固定される。第
２の電極６０を第１の液体に対して適切な相対位置に配置すべく、枠体７２に、図示しな
い適切な位置決め手段を設けることができる。さらに、第４の工程では、第１の液体８０
に重ねて枠体７２の内側に第２の液体９０を充填し、これにより密閉空間７１から空気を
完全に排除する。尚、第３の工程として示した、下側筐体３０上に第１の液体８０を配置
する工程は、枠体７２を下側筐体３０上に固定した直後に行うこともできる。
【００３１】
　第４の工程における最終工程は、蓋体７３を枠体７２上に固定する工程である。このと
き、密閉空間７１内に空気が入り空気泡が生じたりしないようにする必要がある。尚、蓋
体７３は、透明樹脂で製造されるか、または、図示しないが、その中央に液体レンズ手段
８０、９０を通過した発光素子４０からの光を透過するための窓７５を備えることができ
る。
【００３２】
　図３乃至図５は、本発明の第２乃至第４の実施形態となる発光装置を表す、図１に類似
の概略断面図である。これらは、後述の第５および第６の実施形態との対比の上で、第１
の実施形態同様に、液体レンズ手段が副組立体を構成しない点で、共通の特徴を有する。
【００３３】
　第２の実施形態となる図３の発光装置１１０は、図１の発光装置１０と主要な構成要素
を共通にする。図１における参照番号に１００を加えた数字で示した要素は、図１で示し
た要素と同様に作用する。図３の発光装置１１０について注意すべき点は、図１の発光装
置よりも開口部１３４の開口寸法が比較的大きい点である。これにより、発光装置１１０
は、下側筐体３０の上面のほぼ全面に加えて樹脂１３５の上面の外周近傍部分にも親水性
部分１３７を有し、電極１５０が水平方向に延びる水平部分１５１と開口部１３４の内面
に沿って延びる傾斜部分１５２を備える点に構成上の特徴を有する。
【００３４】
　尚、樹脂１３５の上面の平坦性が十分でない等の不都合が生じる場合には、本実施形態
の更なる変形例として、所定の厚さであって開口部１３４の上端に係合する透明な蓋状部
材を設けても良い。この場合、蓋状部材の上面に必要な表面処理が成され、その上に第１
の液体が配置されることができる。
【００３５】
　第３の実施形態となる図４の発光装置２１０は、図１の発光装置１０を変形したもので
あり、水平方向に延びる表面改質部分を含まない点で、発光装置１０および発光装置１１
０と相違する。図１における参照番号に２００を加えた数字で示した要素は、図１で示し
た要素と同様に作用する。
【００３６】
　発光装置２１０では、開口部２３４の内側に注入される樹脂２３５は、開口部２３５の
全体を満たすものではない。その結果、第１の液体２８０は、開口部２３５の中心に向か
って深くなるように傾斜する開口部２３４の傾斜面によって樹脂２３５上に位置決めされ
て置かれる。また、それに関連して、第１の電極２５０は、水平部分２５１に加えて開口
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部２３４の内面から離間した位置で内面に沿って略並行に延びる傾斜部分２５２を備え、
第２の電極２６０は、開口部２３４の上端縁の近傍位置に第１の液体２８０から離れて、
発光素子２４０からの光の光路の妨げとならないよう、図示されるように傾斜して置かれ
る。第１および第２の電極２５０、２６０間に生じる電場によって、傾斜する開口部２３
４の内側面の部分２３８の第２の液体２９０に対する濡れ性が高められ、界面の形状が変
更される。
【００３７】
　第４の実施形態となる図５の発光装置３１０は、図１の発光装置１０をさらに変形した
ものである。第１の液体３８０は、第２の液体３９０を介して樹脂３３５の層から離間さ
れ、発光素子３４０に向けて下向きの凸状ドームを形成している。図１における参照番号
に３００を加えた数字で示した要素は、図１で示した要素と同様に作用する。
【００３８】
　図５によれば、上側筐体３７０は、頂壁の内面に沿って中心部分を除いた位置に表面処
理等を行うことにより形成された親水性部分３７７を備える。第１の液体３８０は、この
親水性部分の内側に、通常実線で示す形状で配置される。密閉空間３７１の他の部分は第
２の液体３９０で満たされる。第１乃至第３の実施形態とは、第１、第２の液体３８０、
３９０の位置が反転している点で大きく相違する。
【００３９】
　液体レンズ手段３８０、３９０を制御するための第１の電極３５０は、上側筐体３７０
の内面から離れた外側に設けられる。第１の電極３５０は、少なくとも一部が第１の液体
３８０に重なるように置かれるので、発光素子３４０からの光を有効に外部へ出射させる
よう、第１の電極３５０はＩＴＯ等の透明電極で形成されても良い。また、図示されるよ
うに、上側筐体３７０の頂面には、上側筐体３７０の成形と同時の成形等によって形成さ
れる追加のレンズ部３７５が設けられる。
【００４０】
　一方、図５には、第２の電極３６０は、下側筐体３３０の上面に印刷等の手法により形
成されるよう示されるが、前述の実施形態と同様に上側筐体３７０の内面から延びるよう
にして支持し、部分３７８に対向する位置に近い位置に配置しても良い。
【００４１】
　図５の発光装置３１０の製造に関して、その第１の工程では、図３（ａ）に示すように
、発光素子３４０が基板３２０上に実装され、その周囲に下側筐体３３０が固定され、開
口部３３４内に樹脂が充填される。この際、下側筐体３３０の上面には上述のように予め
第１の電極３６０を形成しておく。
【００４２】
　その後の工程は図示しないが、第２の工程では、成形して第１の電極３５０を固定した
上側筐体３７０の内面に必要な表面処理を行い、親水性の部分３３７を形成する。第３の
工程では、上側筐体３７０内側の図示の位置に第１の液体３８０、および第２の液体３９
０を配置する。第３の工程は、図５に示す状態とは逆の上下反転させた状態で組立作業を
行うのが好ましい。
【００４３】
　図６は、本発明の第５の好適実施形態となる発光装置を示す概略断面図である。第１の
実施形態と相違するのは、液体レンズ手段４８０、４９０が副組立体４９５を構成する点
である。図１における参照番号に４００を加えた数字で示した要素は、図１に示した要素
と同様に作用する。
【００４４】
　副組立体４９５は、上側筐体４７０および底壁４７４により構成される。底壁４７４の
上面には、表面処理された親水性の部分４７７を形成する。一方、第１の電極４５０は、
底壁４７４の底面に沿って印刷等の手法により形成される。底壁４７４の中央部分は、集
光のためのレンズを構成するとともに、組立の際に、少なくとも中央近傍から空気泡を除
くための突出部分を構成する膨出部４７６を備える。したがって、第１の電極４５０は、
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水平部分４５１および膨出部４７６へと張出す湾曲部４５２を備える。
【００４５】
　図７は、図６に示す発光装置４１０の製造方法を示す概略図である。（ａ）、（ｂ）は
、第１、第２の工程をそれぞれ示す。
【００４６】
　第１の工程では、副組立体４９５が製造される。この副組立体４９５の製造工程は、底
壁４７４の成形、底壁４７４の底面上への第１の電極４５０の形成、および底壁４７４の
上面に表面処理を行うことによる親水性を示す部分４７７の形成の各工程を含む。底壁４
７４の成形は、後述のように下側筐体４３０との組立時の位置合わせのための位置合わせ
手段４７９の形成を含む。底壁４７４は、少なくともその中央近傍に透明部材で構成され
る窓が形成される必要がある。窓の部分は、他の部分の材料とは異なる材料により別個に
形成され、底壁４７４の外枠が成形された後に、外枠に固定されても良い。
【００４７】
　製造された底壁４７４には、第１の液体４８０が配置される。底壁４７４は、上側筐体
４７０を構成する枠体４７２と組み立てられるが、第１の液体４８０の配置は、その組立
が完了した後でも良い。図示されるように、第２の電極４６０は、枠体４７２に固定され
る。
【００４８】
　底壁４７４上に枠体４７２が組み付けられ、第１の液体４８０が、親水性を示す部分４
７７の内側に表面張力によって被着された後で、第２の液体４９０が密閉空間４７１内を
充填されるように注入される。その後、上側筐体４７０を構成する蓋体４７３を組み付け
ることにより副組立体４９５が完成する。
【００４９】
　第２の工程では、副組立体４９５が、発光素子４４０、基板４２０、および下側筐体４
３０を含む、発光素子側の副組立体４９８と組み立てられる。このとき、ポストとして図
示される位置決め手段４７９が、下側筐体４３０に設けられる相補形状の孔に受容され、
発光素子４４０とレンズ系の光学軸が整合される。また、下側筐体４３０は、図示しない
電気的相互接続手段を含み、副組立体４９５、４９８が機械的係合、接着又はその他の方
法により相互に固定されたとき、第１および第２の電極は、使用のために他の回路基板に
接続される基板２０と電気的に相互接続され得る。
【００５０】
　図８は、本発明の第６の実施形態となる発光装置を表す、図１に類似の概略断面図であ
る。液体レンズ手段が副組立体を構成する点で、図７に示す発光装置４１０と共通の特徴
を有する。主要な構成要素は、図１および図７に示すものと共通し、図１の参照番号に５
００を加えて示すか、又は図６の参照番号４で始まる番号を５で始まるように変更してい
る。
【００５１】
　図６に示す発光装置４１０と相違するのは、底壁５７４の上面に表面処理が成された部
分が形成されず、代わりに凹部５９２が形成され、この凹部５９２の内側に第１の液体５
８０が位置決めされる点である。図示されるように、第２の電極５６０は、第１の液体５
８０から外れるようにして傾斜して配置される。製造方法は、表面処理の工程が無い他は
、図７に示すものと共通する。
【００５２】
　図９は、本発明の第７の実施形態となる発光装置を示す図であり、（ａ）は、製造途中
の状態を示し、（ｂ）は、完成した状態を示す。本実施形態の発光装置は、図１に示す第
１の実施形態の発光装置１０に構造上及び動作上近似する。同一の作用をする要素は、参
照番号に６００を追加し示す。発光装置１０との相違点は、電極６３５及びそれを絶縁す
る構成の実現方法にある。
【００５３】
　図９の発光装置は、発光素子６４０を含む副組立体６９８上に、上側筐体６７０が組み
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立てて構成される。発光素子６４０を含む副組立体６９８には、電極を構成する導電性部
材６５０が用いられる。導電性部材６５０は、全体が導電性を有する金属材料で構成され
るか、或いは絶縁材料の表面に導電性のコーティングを被着させて形成される。導電性部
材６５０は、十分な厚さを有し、発光素子６４０の外周を包囲する。導電性部材６５０の
開口部６３４の内側面６３４が発光素子６４０から放出される光に対して反射性を有すれ
ば、発光素子６４０に対して効果的な集光作用を提供することができる。
【００５４】
　導電性部材６４０の上面には、その全面に絶縁材料によるコーティング６３０が形成さ
れる。絶縁コーティング６３０の上側には、部分６３８の外側に表面処理部分６３７が形
成される。表面処理部分６３７は、絶縁コーティング６３０の一部を変質させるか、ある
いは絶縁コーティング６３０の上側に更に別にコーティングが施されて形成される。
【００５５】
　かかる構成により、前述の他の実施形態と同様に、電極６５０と第１の液体６８０及び
第２の液体６９０から絶縁され、第１の電極６５０と第２の電極６６０との協働作用によ
って部分６３８を交差するように電場を提供することができる。すなわち、電場が印加さ
れない状態では、第１の液体は、図９（ｂ）の実線の形状とされ、印加された状態では、
破線の形状とされ、これにより、発光素子３４０からの光の集光状態が変更される。
【００５６】
　図１０は、本発明の第８の実施形態となる発光装置を表す概略断面図であり、（ａ）は
組立工程、および（ｂ）は完成した状態をそれぞれ表す図である。本実施形態では、発光
装置７１０は、液体レンズの代わりに機械的にレンズを移動させるレンズ系を備えたアク
チューエータ式モジュール７９５を備える。即ち、モジュール７９５内の１枚又は複数枚
のレンズ７７２がモジュール７９５内で移動することにより、発光素子７４０からの出射
光の集光状態が変更される。
【００５７】
　発光装置７１０は、モジュール７９５と発光素子側の発光素子組立体７９８とを備える
。発光素子組立体７９８は、前述の他の実施形態と同様に、発光素子７４０を実装する基
板７２０、および基板７２０上で発光素子７４０を包囲する下側筐体７３０を含む。
【００５８】
　モジュール７９５は、筐体７７０内に可動式のレンズ７９３を含むが、その上面には第
１の固定レンズ７７５を備え、更にその底面には、中央近傍で下方に向けて膨出する第２
の固定レンズ７７６を備える。底面の外周近傍には、さらに位置決め手段７７９が設けら
れる。第２の固定レンズ７７６の部分は、発光素子組立体７９８との組立の際に、樹脂７
３５中の少なくとも中心近傍で空気泡の発生を防止することができる。また、位置決め手
段７７９の位置決め作用により、モジュール７９５の光学軸と発光素子７４０とが正確に
位置合わせされる。尚、モジュール７９５と発光素子組立体７９８とは、樹脂７３５によ
って、或いは樹脂７３５とは異なる接着性を有する樹脂によって接着され固定されても良
い。この場合、接着用の樹脂として、例えば、シリコーン樹脂が用いられる。
【００５９】
　以上のように、本発明の好適実施形態となる発光装置およびその製造方法について詳細
に説明したが、これはあくまでも例示的なものであり、本発明を制限するものではなく、
当業者によってさらにさまざまな変形、変更が可能である。
【００６０】
　電極の製造方法に関する変形例として、図１１及び図１２には、前述の実施形態におけ
る発光装置に適用可能な種種の電極形成方法が示される。図１１は、第４の実施形態（図
５参照）以外の実施形態に適用される第２の電極の形成例である。各実施形態における要
素と作用を共通にする要素は、参照番号８００を付して示し、説明を省略する。
【００６１】
　図１１（ａ）に図示されるように、一例として、第２の電極８６０は、上側筐体８７０
を製造する工程で、枠体８７２の内面に沿って固定され、又は被着される。図１１（ａ）
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に示すように、第２の電極８６０は、内側面８７１に沿って垂直方向に延びるように形成
されても良いが、同図（ｂ）にあるように、枠体１８７２の開口部の内側面１８７１を傾
斜するように形成し、第２の電極１８６０を傾斜方向に向けて配置しても良く、或いは同
図（ｃ）にあるように、枠体２８７２の開口部の内側面に突出壁２８７３を設けて下方向
に向く水平面を形成し、当該水平面に沿って第２の電極２８６０を形成しても良い。
【００６２】
　更に、図１２には、前述の全ての実施形態に適用される、第１の電極又は第２の電極に
導通して発光装置から延出する接続用基板又はリードの形成方法を示す。リード又は電極
９５０は、同図（ａ）に示すように、絶縁体から構成される下側筐体９３０及び基板９２
０の表面に沿って印刷又は被着されて形成されても良い。この場合、発光素子９４０に導
通する図示しない電力供給用の電極に接続されるリード又は電極も同様にして形成しても
良い。かかる場合には、レンズ系を制御するためのリードと、発光素子９４０に電力を供
給するためのリードとは、並置されて或いは直交方向等異なる方向に向けて共通の下側筐
体９３０及び基板９２０から延出される。
【００６３】
　他の場合には、同図（ｂ）に示すように、下側筐体９３０の内側又はその表面で第１又
は第２の電極に接続されるリード１０５１が下側筐体１０３０及び基板１０２０から外側
に延出するよう構成されても良い。同図（ａ）の場合と同様に、発光素子１０４０から導
通する電極についても、同様にしてリード１０５１を利用した外部回路との相互接続を実
現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の第１の実施形態となる発光装置を示す概略断面図である。
【図２】図１の発光装置の製造方法を示す概略断面図であり、（ａ）から（ｄ）は、それ
ぞれ製造の第１から第４の工程をそれぞれ示す図である。
【図３】本発明の第２の実施形態となる発光装置を示す概略断面図である。
【図４】本発明の第３の実施形態となる発光装置を示す概略断面図である。
【図５】本発明の第４の実施形態となる発光装置を示す概略断面図である。
【図６】本発明の第５の実施形態となる発光装置を示す概略断面図である。
【図７】図６の発光装置の製造方法を示す概略断面図であり、（ａ）および（ｂ）は、製
造の前後半の工程である、第１および第２の工程をそれぞれ示す図である。
【図８】本発明の第６の実施形態となる発光装置を示す概略断面図である。
【図９】本発明の第７の実施形態となる発光装置を示す概略断面図であり、（ａ）は組立
途中の状態、（ｂ）は完成した状態をそれぞれ示す図である。
【図１０】本発明の第８の実施形態となる発光装置を表す概略断面図であり、（ａ）は組
立工程、および（ｂ）は完成した状態をそれぞれ表す図である。
【図１１】第４の実施形態（図５参照）以外の実施形態に適用される第２の電極の形成例
を示す図である。
【図１２】前述の全ての実施形態に適用される、第１の電極又は第２の電極に導通して発
光装置から延出する接続用基板又はリードの形成方法を示す図である。
【符号の説明】
【００６５】
１０、１１０、２１０、３１０、４１０、５１０、６１０　　発光装置
４０、１４０、２４０、３４０、４４０、５４０、６４０　　発光素子
５０、１５０、２５０、３５０、４５０、５５０　　第１の電極
６０、１６０、２６０、３６０、４６０、５６０　　第２の電極
８０、１８０、２８０、３８０、４８０、５８０　　第１の液体
９０、１９０、２９０、３９０、４９０、５９０　　第２の液体
４９５　レンズモジュール
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